
g次

17

趋势与展望

技术创新成为集或电路封测产业发展主旋律

于燮康(1

中国集成电路产业发展回顾与产业新政解读

车珂f 5

2010中国光伏再续传奇

坞托余甜甜(8

3D-TSV技术——延续摩尔定律的有效通途

赵璋，童志*(10

光伏制造与设备

紫外激光在精细加工中的应用研究

韩微微，扬枷涛，高爱梅C1 7

超薄硅双面抛光片抛光工艺技术

越权，杨洪星自l喜香，等{21

铝浆在晶体硅太阳电池上的应用讨论

T冰水，毛彀强{24

碱性腐蚀工艺条件对硅片表面腐蚀形貌的影响

孙俭C 28

空闻太阳能电池用超薄锗单晶片的清洗技术

蛛健，赵权，刘春香，等C31

生瓷带打孔机打孔路径的优化设计

张燕、张志挂．赵喜清(35

口期刊基车参融．cN吐⋯■用q+】昕1+m·l*m+m·n￥12(1()．30C(1-13．2(11I-3
粤‰争亭罄；爹罢
万方数据



：沼Ic制造工艺与设备
ATE射频刮试板低成本解决方案

朴佳焱C 38

先进MEMS制造技术

E TWlll fIell 43

面向lc封装的视觉定位系统设计

刘晦斌，潦佃枷粜斌等{46

了U巾切琏恍
2010年中国集成电路市场大幅反弹市场规模

选7 349 5亿元 f 50

52业界访谈
专注进取十年辉煌

54企业之窗
公司与新品介绍

其它

2011年第九届中国半导体封装测试技术与市场研

讨会通知 1

第十二届电子封装技术和高密度封装国际会议

(ICEPT—HDP201 1) 3

《电子工业专用设备》征i丁征稿启事 0

精●叠量鲁t矗名●：
【捧#币斗■序)

T立露I生#信息牝弗电于镕息目剧目长

毕竞允十茸半B体行^协会翻理事长

王用元北京尢学僦m子所所长院±
障■琅电电子(t海1有mg目总藏

i政中日电于科技颦蛐盛Ⅲ商W部主任

甓样中目电子科挂集团岱目基础部蛙长
薰轴毕I韭；信息化靠自刊a息目剐通槐Ⅲ
郜世■t肯市鞋戚电路行此摊会m事长

镎小田中目半导俸行业硌盒耱书长
■▲平千住盘异I赴株武含社日R事业嚣主住

膏■sUSs MicroTec巾目医总经Ⅲ

#t茏格兰选科技搬圃有限公罚董事培

主持●位：

I业々信息佬薪电}信息日

，p目屯子专用设备I业出会

十目半导体行韭酢会

L海$橐袁屯诗行业协含

毕女半导体协会

十葚Ⅲ际l吭电精翩遗(上海)有氍鸯目

上海华虹NEc电}有限盐目
日月光}导怍(上海)有艉岱日
旺养长电科技段时有限公司

意洁半导体(上海)#鼠盛日

自职电C上海)#韫甚日

、坦F尔半导体I十目)有限叠月

2011年(理事单位)

$OSS Mml醣

．铂venstar
j!亮点删忠恐煞燃粤

—=巳=If

万方数据



1 Solar PV Manufacturing＆Equipment

Application Research on UV Laser Micron

Machining

HANWe¨ei，YANG Songtao GAOAimel(17)

Polishing process Technology of Ultra-thin Silicon

Double Sides Polished Wafer

ZhaoQuan Yang Hong—xing．LiuChun—xiang．etcl21)

The application ofAI pasteforcrystalline silicon

solar cells

DING Bingbing MAOYiqiang(24)

Affection of Base Etch Condition on Silicon

Surface Quality

SUN Jian(28)

Cleaning Technology of Ultra-thin Germanium

Single·Crystal Polished Wafer for Space Solar Cell

LIN Jian ZHAO Quan，LIU Chunxiang，etc(31)

无锡创这电-Y"有限公司
t¨．r{P#1⋯⋯⋯t o⋯
牲E4$*E⋯∞I’{
}m'，M”107J9

"Ⅻ＆ E⋯ E_。051目EM钟“岫^⋯⋯⋯⋯⋯*⋯⋯嗍t 々口0s㈣”⋯⋯自en■0⋯0 5 e⋯“Ⅲ9Hm⋯⋯⋯

万方数据


